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摘要(译)

用于超声探头的超声换能器阵列堆叠的背衬块形成为高导热率材料的复
合结构，其中嵌入有声阻尼材料的结构。在构造的实施例中，复合结构
由导热石墨块形成，其中形成有多个圆柱形孔，这些圆柱形孔填充有声
学阻尼材料。孔从换能器叠层的后部相对于Z轴方向成角度，使得在该方
向上行进的混响能量将遇到声学阻尼材料。孔周围的石墨有效地将热量
传导到探头的后部并远离换能器叠层及其ASIC。
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